
高出力QスイッチYAGレーザ装置（タレスレーザ社製）
最大平均出力：１５０W

チラー 制御盤

レーザ発振器本体「ETNA」

極薄板の異材接合（アルミー鋼材、アルミー銅、等）、
CFRPの切断・穴あけ、クリーニング（塗装やさびの
除去）、エナメル線のワイヤストリッピング、
ナノ粒子生成等に利用可能



主な仕様

ナノ秒パルスＹＡＧレーザ装置（タレスレーザ製）：形式ＥＴＮＡ HP LM
（ダイオード励起）

波長 ： ５３２ｎｍ （グリーン色）
最大平均出力 ： １５０Ｗ （５３２ｎｍで）
周波数 ： １０ｋＨｚ
パルスエネルギー ： １５ｍＪ
Ｍ２ ： １５
チラー（CHW-2200）：付き

発振器本体価額 １、９２２万円
付属品
ファイバー伝送用ファイバー（ファイバー径６００μｍ）： 2本 ６０万円
パワーメータ（ＮＯＶＡ２／ＦＬ４００ＡーＬＰ１ー５０）：   ３５万円
防振台（１８００ｘ１２４０ｘ８００ｍｍ）：                               ６５万円
Ｘ－テーブル Ｙーテーブル（ともにシグマ光機ＳＨＯＴ－２０４ＭＳ）７５万円
回転治具 ８万円
ステージコントローラー ３４万円

小計２７７万円
購入合計 ２１９９万円

今回の中古品販売価額 ４８３万円



極薄板の異材重ね継手のレーザ溶接（銅、アルミニウム、鋼材4などが可能）

ナノ秒パルスレーザによるバッテリー電池の銅とアルミの重ね溶接
最大の平均出力は２００Wで（Braunschweig大、 Fraunhofer  ILT）
連続発振レーザより超短パルスレーザの方が溶接品質がよい。
なぜなら、金属間化合物の生成が抑制されるから。

SPIレーザの仕様



CFRP複合材料の切断・穴明け

レーザ切断面

白い丸が７μｍ径
の炭素繊維

バッテリーケースのレーザ切断・穴あけ

消音パネルの穴あけ

穴径：０．８~１．０ｍｍ



サビや塗装、エナメルなどのレーザクリーニングにも
利用可能

基板（母材）は超短パルスのため、変質は少なく、
油、塗装、サビ、エナメルなどのみが除去される。



金属・化合物のナノ粒子の生成にも

ナノ秒パルスレーザによるチタンのナノ粒子の生成
（レーザ技術総合研究所）

最新レーザ技術研究センターでの実験
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